
特
集

40 エレクトロニクス実装学会誌　Vol. 18 No. 1 (2015)

1. はじめに

　日本の電子情報機器産業は 1980年代までは卓越した『も
のづくり』により，世界で首位を争う競争力を持っていた
が，IDM (Integrated Device Manufacturer)モデルから，ファ
ブレス，ファウンドリやOSAT (Outsource Assembly and Test)
で構成される水平分業モデルの台頭といった変化に対応し
きれず，市場への影響力は低下し，縮小均衡に甘んじてい
る状況が今日まで続いている。JEITAも『日本のポジショ
ンを考えると既存の市場においては新興国を活用し，日本
は新たなる市場の創出によって世界に乗り出していく必要
があるのではなかろうか。つまり，我が国の競争優位の源
泉であった実装技術ものづくりの高付加価値化を進め，夢
を実現する新しい市場を生み出す新規固有技術とその応用
システムの開発が急務である。』1)との提言をしているよう
に，現状を打開するためには，アジア各国をはじめとする
新興国との協働を通じ，ハード中心の『ものづくり』か
ら，システム統合によるソリューション提供を目指す産業
への転換を図ることが必要である。そこで実装技術の果た
すべき役割は極めて大きい。
　実装技術よるシステムインテグレーションは，これまで

はモバイル製品がテクノロジードライバとなり，技術革新
を進めてきた。2014年秋に発売された新型スマートフォン
の盛況ぶりを見ても，モバイル製品は今後もその一翼を担
うと思われるが，近年は，車載，グラフィック，ネット
ワークを始めとした他の分野でもパッケージレベルのシス
テム化が進みつつある。その動向は半導体ベンダのみなら
ず，ファウンドリ，OSAT，材料ベンダ，設備メーカも注目
するところとなっており，WL-CSP (Wafer Level Chip Size 
Package)に代表されるウェーハレベルのパッケージング技
術，プリント配線板への部品内蔵技術，TSV (Through 
Silicon Via)を活用した実装技術がシステム化に寄与する開
発テーマとして脚光を浴びている。モバイル端末の多機能
化と通信の高品質化，自動車のカーナビゲーションシステ
ムからカーインフォーメーションシステムへの進化，ウエ
アラブル機器の本格展開，それらを統合した IoT (Internet 
of Things)社会を実現する過程においては，端末からネット
ワークに至るまで扱う情報量は増加の一途を辿ることにな
る。
　Fig. 1にパッケージ技術の変遷を示すが，パッケージレ
ベルのシステムインテグレーション自体は 15年以上前から
実用化されている。チップ積層型の SiP (System in Package)
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Fig. 1　Trend of Package Technologies


